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本发明公开了一种硅压阻式压力传感器封

装总成结构，两块贴有硅压阻式压力传感器芯

片、键合引线、引脚、测温元件和控温管壳的基板

中间贴有加热片并设在隔热管壳两端，隔热管壳

中带导气管的一面与第一机械支撑管壳粘接，第

一机械支撑管壳与第二机械支撑管壳、第三机械

支撑管壳连接。其优点在于：(1)本发明通过基板

和三层管壳的结构，实现了针对硅压阻式压力传

感器芯片控温与多量程芯片复合方案的一体化

封装与总成；(2)本发明通过导热材料加工的控

温管壳将传感器芯片与测温探头罩在一个很小

的空间内，并在外围用隔热管壳隔热，提高了控

温性能与测温精度，能够为传感器芯片提供一个

稳定的恒温环境。
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1.一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，其特征在于：它包括基板(2)，基板(2)上设

有硅压阻式压力传感器芯片(1)，键合引线(3)将硅压阻式压力传感器芯片(1)的输入输出

端连接到基板(2)上的引脚(4)上，基板(2)上的硅压阻式压力传感器芯片(1)附近用设有测

温元件(5)，基板(2)外套装控温管壳(6)，控温管壳(6)上表面设有加热片(7)，两块贴有硅

压阻式压力传感器芯片(1)、键合引线(3)、引脚(4)、测温元件(5)和控温管壳(6)的基板(2)

中间贴有加热片(7)并设在隔热管壳(8)两端，两块基板(2)上的引脚(4)连接导线，两块基

板(2)上的测温元件(5)以及加热片(7)连接导线并穿过隔热管壳(8)的引线孔，隔热管壳

(8)中带导气管的一面与第一机械支撑管壳(9)粘接，第一机械支撑管壳(9)与第二机械支

撑管壳(10)、第三机械支撑管壳(11)连接，硅压阻式压力传感器芯片(1)、加热片(7)、测温

元件(5)的导线(13)与测控电路板(12)相连，电源输入与信号输出等导线(13)通过第三机

械支撑管壳(11)的引线孔引出。

2.如权利要求1所述的一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，其特征在于：所述的硅

压阻式压力传感器芯片(1)通过基板(2)上装有芯片的位置涂覆适量的硅橡胶进行固定。

3.如权利要求2所述的一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，其特征在于：所述的硅

橡胶的厚度为0.3mm～0.5mm。

4.如权利要求1所述的一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，其特征在于：所述的控

温管壳(6)由纯铜加工而成，圆帽形，侧壁留有两个通孔供测温探头的导线引出和外部气压

的引入。

5.如权利要求4所述的一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，其特征在于：所述的控

温管壳(6)与基板(2)之间通过硅橡胶的粘接。

6.如权利要求1所述的一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，其特征在于：所述的隔

热管壳(8)中带导气管的一面通过环氧树脂结构胶与第一机械支撑管壳(9)进行粘接并固

化。

7.如权利要求1所述的一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，其特征在于：所述的隔

热管壳(8)由PA类工程塑料加工而成，圆筒状，一侧留有导气管，对侧留有引线孔，圆筒两端

为台阶结构方便装配。
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一种硅压阻式压力传感器封装总成结构

技术领域

[0001] 本发明属于一种微电子机械与压力传感器，具体涉及一种硅压阻式压力传感器的

封装总成结构。

背景技术

[0002] 硅压阻式压力传感器是硅微压力传感器中技术最成熟的一类，具有体积小、灵敏

度高、工艺难度小、成本低的优点，被广泛应用于航空航天、工业控制、消费电子等领域。利

用微机械加工和集成化技术，硅压阻式压力传感器已实现微型化、集成化、智能化、系列化、

标准化，并向高可靠性方向发展。

[0003] 然而硅压阻式压力传感器在工作温度范围内(常见-45℃～85℃)存在较大的温度

漂移，会影响传感器在全温条件下使用的综合精度，对此可以引入温度控制系统，将传感器

芯片维持在相对稳定的温度环境内，从而减小温漂，提高传感器在全温范围内的性能。此

外，由于传感器精度往往是按照满量程的数值计算的，单只传感器在低压量程段的读数精

度相对较低，对此专门用另外一只低量程的传感器测量低压量程段压力，然后进行多量程

的芯片复合测量，那么在整个压力量程下测试的读数精度就会提升。

[0004] 如上所述，芯片控温结合多量程芯片复合的方案能够提升硅压阻式压力传感器的

综合精度，实现之则需要至少两只不同量程的传感器芯片，一个针对各芯片的温度控制系

统，以及其他的机械、气路连接结构等，结构较传统的硅压阻式压力传感器更为复杂，并没

有能够有效兼容两种设计方案的封装总成结构形式，因此有必要提供一种封装总成结构方

案实现各部分结构的可靠封装与总成。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，它能够将复杂的

几部分封装到较小的体积内，而且工艺简单、性能良好、成本低廉。

[0006] 本发明的技术方案如下：一种硅压阻式压力传感器封装总成结构，它包括基板，基

板上设有硅压阻式压力传感器芯片，键合引线将硅压阻式压力传感器芯片的输入输出端连

接到基板上的引脚上，基板上的硅压阻式压力传感器芯片附近用设有测温元件，基板外套

装控温管壳，控温管壳上表面设有加热片，两块贴有硅压阻式压力传感器芯片、键合引线、

引脚、测温元件和控温管壳的基板中间贴有加热片并设在隔热管壳两端，两块基板上的引

脚连接导线，两块基板上的测温元件以及加热片连接导线并穿过隔热管壳的引线孔，隔热

管壳中带导气管的一面与第一机械支撑管壳粘接，第一机械支撑管壳与第二机械支撑管

壳、第三机械支撑管壳连接，硅压阻式压力传感器芯片、加热片、测温元件的导线与测控电

路板相连，电源输入与信号输出等导线通过第三机械支撑管壳的引线孔引出。

[0007] 所述的硅压阻式压力传感器芯片通过基板上装有芯片的位置涂覆适量的硅橡胶

进行固定。

[0008] 所述的硅橡胶的厚度为0.3mm～0.5mm。
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[0009] 所述的控温管壳由纯铜加工而成，圆帽形，侧壁留有两个通孔供测温探头的导线

引出和外部气压的引入。

[0010] 所述的控温管壳与基板之间通过硅橡胶的粘接。

[0011] 所述的隔热管壳中带导气管的一面通过环氧树脂结构胶与第一机械支撑管壳进

行粘接并固化。

[0012] 所述的隔热管壳由PA类工程塑料加工而成，圆筒状，一侧留有导气管，对侧留有引

线孔，圆筒两端为台阶结构方便装配。

[0013] 本发明的有益效果在于：(1)本发明通过基板和三层管壳的结构，实现了针对硅压

阻式压力传感器芯片控温与多量程芯片复合方案的一体化封装与总成；(2)本发明通过导

热材料加工的控温管壳将传感器芯片与测温探头罩在一个很小的空间内，并在外围用隔热

管壳隔热，提高了控温性能与测温精度，能够为传感器芯片提供一个稳定的恒温环境；(3)

本发明将不同量程的芯片复合到同一个隔热管壳内，并进行统一的引入压力，实现了不同

量程的芯片之间的复合，其结构十分紧凑，有利于体积大小的控制；(4)本发明充分利用常

见的材料与元器件，结构简单，实施方便，成本低廉，能够广泛应用于需要芯片控温与芯体

复合等复杂结构设计的硅压阻式压力传感器的封装总成工艺中。

附图说明

[0014] 图1是硅压阻式压力传感器芯片、测温元件与基板的贴装示意图；

[0015] 图2是粘贴带加热片的控温管壳后结构的剖面示意图；

[0016] 图3是粘贴隔热管壳后结构的剖面示意图；

[0017] 图4是粘贴机械支撑结构后，封装总成结构的剖面示意图。

[0018] 图中：1硅压阻式压力传感器芯片，2基板，3键合引线，4引脚，5测温元件，6控温管

壳，7加热片，8隔热管壳，9第一机械支撑管壳，10第二机械支撑管壳，11第三机械支撑管壳，

12测控电路板，13导线。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0020] 如图1所示，一种硅压阻式压力传感器封装总成结构包括基板2，基板2中心装有硅

压阻式压力传感器芯片1，硅压阻式压力传感器芯片1通过基板2上装有芯片的位置涂覆适

量的硅橡胶进行固定，硅橡胶的厚度为0.3mm～0.5mm左右，键合引线3将硅压阻式压力传感

器芯片1的输入输出端连接到基板2上的引脚4上，基板2上在贴装的芯片附近用硅橡胶贴装

测温元件5。

[0021] 如图2所示，基板2外套装控温管壳6，控温管壳6由纯铜加工而成，圆帽形，侧壁留

有两个通孔供测温探头的导线引出和外部气压的引入。控温管壳6将硅压阻式压力传感器

芯片1与测温元件5罩起来，直接扣在预先加工的基板2台阶上即可，然后用硅橡胶实现控温

管壳6与基板2之间的粘接，控温管壳6上表面的中心用导热双面胶粘贴上加热片7。

[0022] 如图3所示，两块贴有硅压阻式压力传感器芯片1、键合引线3、引脚4、测温元件5和

6控温管壳的基板2中间贴有加热片7并扣在隔热管壳8两端，隔热管壳8由PA类工程塑料加

工而成，圆筒状，一侧留有导气管，对侧留有引线孔，圆筒两端为台阶结构方便装配。两块基
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板2上的引脚4连接导线，两块基板2上的测温元件5以及加热片7连接导线并穿过隔热管壳8

的引线孔。

[0023] 如图4所示，隔热管壳8中带导气管的一面通过环氧树脂结构胶与第一机械支撑管

壳9进行粘接并固化，第一机械支撑管壳9与第二机械支撑管壳10、第三机械支撑管壳11连

接，测控电路板12固定到第三机械支撑管壳11内，传感器芯片、加热片、测温元件的导线13

与测控电路板12相连，电源输入与信号输出等导线13通过第三机械支撑管壳11的引线孔引

出，第一机械支撑管壳9用来固定内部结构与导气，第三机械支撑管壳11用来安装电路板与

导引电源线与信号线，第二机械支撑管壳10用来支撑整体结构。

[0024] 一种硅压阻式压力传感器封装总成结构包括基板、硅压阻式压力传感器芯片、键

合引线、引脚、加热元件、测温元件、控温管壳、隔热管壳、机械支撑管壳、测控电路板、双面

胶、粘结胶、结构胶等部分。传感器芯片贴装到基板上，旁边布置测温元件，贴上加热片的控

温管壳罩在芯片与测温元件四周，之后嵌套在隔热管壳内实现隔热与压力的统一引入，最

外层是机械支撑管壳实现内部结构固定以及与外部连接，测控电路板置于机械支撑管壳内

部实现温控系统与传感器的测控。

[0025] 基板为陶瓷的绝缘材料，用于粘贴传感器芯片、布置引脚和架设其他结构；硅压阻

式压力传感器芯片通过粘结胶固定在上述基板中心，通过金丝键线与基板上的引脚连接；

加热元件为软质加热片，有机材料包覆以绝缘，贴在控温管壳上；测温元件为铂电阻温度探

头，探头的引线做绝缘处理，贴装到控温管壳内，传感器芯片附近；控温管壳为导热性良好

的纯金属加工，罩在传感器芯片四周，设计有进气孔与引线孔，贴有加热片进行加热，以提

供管壳内稳定的恒温环境；隔热管壳由导热性较差的工程塑料加工，置于控温管壳外，多个

控温管壳嵌套在隔热管壳内，设计有导气管与引线孔，起到隔绝外部的温度，以及与外面的

机械支撑结构连接固定的作用；机械支撑管壳由金属结构材料加工，置于最外层，设计有引

气嘴与引线孔，用于传感器内部结构的固定、与外部的连接等；测控电路板固定在机械支撑

管壳内，连接加热元件与测温元件，用于控制温控系统工作；双面胶用来将加热片粘接在控

温管壳上，选用的双面胶应具有耐高温、导热良好等性能；粘结胶为硅橡胶，用于压力传感

器芯片和测温元件在基板上的贴装，控温管壳、隔热管壳与基板之间的密封与粘贴等；结构

胶为环氧树脂结构胶，用于传感器结构与机械支撑管壳之间的密封与固定，机械支撑管壳

各部分之间的粘接等。

[0026] 图1～图4展示了封装总成的各步骤完成后的结构的示意图。本实施例中选用了两

只不同压力量程范围的硅压阻式压力传感器芯片进行复合，采用一只大功率加热片对两侧

控温管壳进行加热。

[0027] 如图1所示，本实施例中的基板由陶瓷材料加工而成，为圆柱形的台阶状，方便后

续管壳的装配与密封。首先在基板2中心放置芯片的位置涂覆适量的硅橡胶，厚度约0.3mm

～0.5mm左右，面积与芯片大小类似，之后轻轻贴装上硅压阻式压力传感器芯片1，在室温下

晾干固化24h，完成芯片的贴装。然后通过键合引线3将传感器输入输出端连接到基板上的

引脚4上，在贴装的芯片附近用硅橡胶贴装测温元件5，本实施例中选用常规的微型Pt1000

电阻的测温探头，探头引脚处预先做好绝缘处理。由于本实施例中共选用两只不同量程的

芯片，因此重复以上步骤，再将另一只传感器芯片与测温探头贴装到另一块基板上。

[0028] 如图2所示，装入控温管壳6，本实施例中控温管壳由纯铜加工而成，圆帽形，侧壁
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留有两个通孔供测温探头的导线引出和外部气压的引入。用控温管壳6将传感器芯片5与测

温探头5罩起来，直接扣在预先加工的基板台阶上即可，然后用硅橡胶实现控温管壳与基板

之间的粘接，在室温下晾干固化24h，之后在控温管壳上表面的中心用导热双面胶粘贴上加

热片7。

[0029] 如图3所示，装入隔热管壳8，本实施例中的隔热管壳由PA类工程塑料加工而成，设

计成圆筒状，一侧留有导气管，对侧留有引线孔，圆筒两端设计有台阶结构方便装配。将两

块贴有传感器芯片1、控温管壳6等的基板扣在隔热管壳8两端，测温元件5与加热片7的引线

通过引线孔引出，然后将整个隔热管壳除了导气孔外的各处连接缝隙与开孔涂覆硅橡胶进

行密封，在室温下晾干固化24h，之后通过检漏仪测试封装结构的漏率，如果漏率不能达到

要求则继续涂覆多层硅橡胶进行密封。

[0030] 如图4所示，将上述封装的结构装入机械支撑管壳中，本实施例中的机械支撑管壳

由不锈钢加工而成，分为三部分，第一机械支撑管壳9用来固定内部结构与导气，第三机械

支撑管壳11用来安装电路板与导引电源线与信号线，第二机械支撑管壳10用来支撑整体结

构。将隔热管壳8中带导气管的一面通过环氧树脂结构胶与第一机械支撑管壳9进行粘接并

固化，注意导气管处做好密封，需要通过检漏仪检漏验证。然后将测控电路板12固定到第三

机械支撑管壳11内，传感器芯片、加热片、测温元件的导线13与电路板12相连，电源输入与

信号输出等导线13通过第三机械支撑管壳11的引线孔引出，最后将三个机械支撑管壳各部

分通过环氧树脂结构胶粘贴在一起并固化，完成封装总成。

[0031] 以上对本发明的具体实施例进行了详细的描述，但仅是本发明的优选实施方式，

本发明的保护范围不仅局限于以上描述的实施例。对于本领域技术人员，任何对本发明的

等同修改和替代都在本发明的范畴之中，在不脱离本发明原理下的均等改进与润饰，都应

在本发明的保护范围。
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